
【特徴】

●50μm 以下の小径ビアホールに対応できる。

●貫通ホール混在基板に対応できる。

●パターンめっきに対応できる。

●各添加剤成分の定量分析が可能。
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電子基板製造プロセス関連資機材

貫通ホール対応型ビアフィリング硫酸銅めっき添加剤
トップルチナα

■分極曲線に与える添加剤の影響

■パターンめっきに対する析出性■貫通ホールに対する析出性

トップルチナα

フィルドビア専用浴

Via-Hole Diameter：50μm
Resin thickness：30μm

Hole Diameter：0.25mm
Board thickness：0.6mm
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